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Esta aplicacion se ha realizado en un equipo helicoidal
SONIQTWIST® TSP750 de 1,2 kW con un controlador de procesos
TCS5, integrado en una instalacion especial con los componentes

correspondientes.

SOLDADURA DE PLASTICO SOLDADURA DE METAL CORTE LIMPIEZA CRIBADO

Tarea

Necesitamos establecer un contacto entre una placa de ceramica
muy delicada con circuitos impresos de cobre y un pin largo. La
resistencia de paso eléctrica debe ser lo mas pequefia posible, y la
ceramica no debe resultar dafiada. No se admite ni la mas minima
grieta.

Solucién

La técnica de soldadura helicoidal por ultrasonidos SONIQTWIST®
permite soldar estos contactos de forma completamente au-
tomatica y en un gran numero de piezas. El pin esta provisto de un
cuello al que el sonotrodo puede transmitir las vibraciones helico-
idales. La técnica de ultrasonido permite una resistencia eléctrica
de paso muy baja y, con ello, con muy pocas pérdidas, durante la
soldadura de metales.

Ventajas de esta configuracion

En la tecnologia helicoidal SONIQTWIST®, las vibraciones ultrasé-
nicas no inciden en vertical sobre el componente, sino tangen-
cialmente, es decir, la ceramica delicada apenas si se somete a
vibraciones y, por tanto, no sufre dafos. Otros materiales quebra-
dizos y sensibles a las vibraciones, como por ejemplo el vidrio, tam-
bién se pueden unir con otros materiales de forma segura con la
técnica helicoidal. El pin, con una longitud de 40mm, no se puede
soldar con los ultrasonidos lineales convencionales. La tecnologia
SONIQTWIST® lo hace posible.
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